Wet Bench (Class 100)清洗蝕刻工作站 CF-C05
能力考核表
※ 防護器具之穿戴
1.防護器具是否確實穿戴？............................................□
2.防護器具使用完畢,是否依規定進行清潔、歸定位、擺放整齊.............□
※ 設備危害認知及危機處理
1.一般酸、鹼及廢水排放與含氟離子溶液之排放說明......................□
2.清洗化學槽廢水之管制規定（能否over flower）.......................□
3.SPM 槽高溫排放（爐管前清洗區）之注意事項..........................□
4.SC-1、SC-2 槽高溫欲進行排放之注意事項.............................□
5.在NDL化學品使用之管制規定?物質安全資料表(MSDS)之意義? ...........□
6.各槽所使用化學品名稱及危害認知? ..................................□
7.沖身洗眼器所在位置及如何正確使用？................................□
8.六氟靈及敵腐靈的使用方式？........................................□
9.葡萄糖酸鈣的使用方法及使用時機？..................................□
10.機台緊急狀況停機方法.............................................□
※設備端污染管制相關規定及製程端污染管制原理

1.爐管區之專用貨架及晶舟之放置位置為何?旋乾機的潔淨度管制要點.......□
2.光阻區之專用貨架及晶舟之放置位置為何?旋乾機的潔淨度管制要點.......□

3.金屬層去光阻之專用貨架及晶舟之放置位置為何?旋乾機的潔淨度管制要點.□

4.浸泡不同之化學溶液間，須接續何種製程步驟？為何？...................□

5.各區所使用晶舟提把之潔淨度分級認知................................□

6.能否將後段機台製程操作過的晶圓，再送到前段製程之Wet Bench 操作？..□

7.玻離載片能否進前段製程之Wet Bench 操作？為何？....................□
8.能否將非NDL所購買的藥品攜至機台所設的化學槽中進行藥品浸泡？為何？□

9.使用可攜式 HOT PLAT之相關規定與申請...............................□
10.前段製程之Wet Bench 能否處理破片？為何？.........................□
※各化學槽使用之基礎使用認知、藥品汰換及配置藥品流程操作、溼式清潔及蝕刻之原理說明及操作流程
1.SC-1適用何種製程？其污染移除之動作原理為何？......................□
2.SC-1其浸泡濃度、製程溫度、製程時間、汰換時機為何？................□

3.SC-2適用何種製程？其污染移除之動作原理為何？......................□
4.SC-2其浸泡濃度、製程溫度、製程時間、汰換時機為何？................□

5.DHF適用何種製程？其化學反應之動作原理為何？.......................□
6.DHF其浸泡濃度、製程溫度、製程時間、汰換時機為何？.................□

7.SPM適用何種製程？其污染移除之動作原理為何？.......................□
8.SPM其浸泡濃度、製程溫度、製程時間、汰換時機為何？.................□

9.B.O.E.7:1適用何種製程？其將薄膜移除之動作原理為何？...............□
10.B.O.E.7:1溶液之配方、製程溫度、製程時間、汰換時機為何？..........□
11.H3PO4溶液適用何種製程？其將薄膜移除之動作原理為何？..............□
12.H3PO4溶液濃度、製程溫度、製程時間、汰換時機為何？................□
13.一般光阻移除（非金屬層）硫酸槽適用何種製程？其污染移除之動作原理為何？..............................................................□
14.一般光阻移除硫酸槽（非金屬層）之溶液濃度、製程溫度、製程時間、汰換時機何？...........................................................□
15.在進行光阻移除製程（非金屬層）之硫酸溶液浸泡前，須執行何種前製程？為何.... ................................ .........................□
16.光罩上光阻移除或光罩清洗是否開放使用者自行操作？.................□
17.光罩上光阻移除之硫酸槽之溶液濃度、製程溫度、製程時間、汰換時機為與一般光阻移除硫酸槽有何不同？.......................................□
18.光罩上之光阻移除與一般光阻移除能否共用一個硫酸槽？為何？.........□
19.金屬層上之光阻移除製程能否開放使用者自行操作？若否如何申請？
20.金屬層上之光阻移除製程能否以硫酸溶液浸泡之，進行光阻移除?........□
20.DHF 溶液能否以玻璃燒杯盛載之？為何？.............................□

21.何謂濕式蝕刻製程？與乾蝕刻製程相較有何優缺點？...................□

22.在配製熱磷酸溶液時，為何在120℃要加100 ml之H2O.................□

23.在進行SC-1、SC-2、SPM製程時為何要補充H2O2.......................□

24.在積體電路製程部驟中，有哪些製程在處理步驟前須先清洗晶圓？........□

25.原生氧化層對半導體元件會有何影響？...............................□

26.金屬污染源對半導體元件會有何影響？...............................□

27.Piranha 混合物是什麼？並從晶圓上去除何種污染物？.................□

28.請說明晶圓的親水性表面與疏水性表面之間之差別？...................□
29.在化學清洗區中，每一個化學品槽如何更換？（隨機取1~2槽實作）.....□
30.Wet Bench區之真空吸筆在使用上有何分別？..........................□
31.請說明何謂蝕刻選擇比？如何測B.O.E.溶液之蝕刻率？.................□
32.請說明對於污染物的檢測，在NDL 可用那些儀器做檢測.................□
33.有機污染源對半導體元件會有何影響？...............................□
34.晶圓表面的粗糙度愈大時會對半導體元件會有何影響？.................□
· 各標準製程之基本流程
1.Pre-Gate Oxide製程清洗操作方式？..................................□
2.STD Clean製程清洗操作方式？.......................................□

3.Side Wall Polymer移除製程操作方式？...............................□

4.Laser Mark 後清洗製程操作方式？....................................□
5.Si-Ge製程清洗之操作方式？.........................................□
6.Pre-Metal CVD製程清洗操作方式？...................................□
7.Pure Ge製程清洗操作方式？.........................................□

· QDR槽流程操作?
1.在清洗製程中一般都會使用QDR方式清洗晶圓，何謂QDR？...............□
2.在濕式晶圓清洗製程中QDR之用途為何？...............................□
3.在濕式晶圓清洗製程中，何謂去離子水？（純水、DI Water）其在25℃時阻值可達多少？........................................................□
4.執行一次晶圓沖洗流程（實作）.......................................□
· Spin dryer流程操作
1.在NDL 如何執行晶圓乾燥製程？......................................□
2.說明以Spin dryer乾燥晶圓之動作原理並說明其中靜電消除裝置之用途....□
3.說明Rinse Mode 與Dry Mode 之使用時機..............................□
4.Spin dryer流程操作（實作）？......................................□

· 化學品供應系統及小瓶化學品之使用與處置
1.化學品中央供應系統負責之工程師？..................................□

2.小瓶化學品之供應之負責之工程師？..................................□

3.Class 100 Wet Bench 何種化學藥品由小瓶酸供應？.....................□

4.小瓶化學品之抽氣櫃相關使用規定（填寫藥品使用之相關表格）...........□
5.小瓶化學品之空瓶清洗方式及空瓶暫存櫃使用之相關規定（填寫空瓶使用之相關表格）.............................................................□

· 機台使用前、後之確認
機台使用前之確認

1.機台燈號顯示之辨認（綠燈：正常運轉中；紅燈：故障維修中）...........□
2.預約使用資訊（在網路預約系統或紙本預約記錄本）.....................□
3.檢查使用記錄表（可得知每一化學槽之狀況）...........................□機台使用後之確認
1.進行使用後之紀錄..................................................□
2.如遇機台異常狀況要填寫何種表單？..................................□
